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Collapse Chip Connection (C4)フリップチップ工法を利用したデバイスに対し、更なる高性能化につながる
Thermal Compression Bonding (TCB)フリップチップ工法でのみ実装可能であるCu-pillarデバイス、Though 
Si Via (TSV)デバイス等の適用範囲の拡大の観点より論じる。具体的には、現在TCBフリップチップ工法で課題












ランスデューサと比較して 2.44 倍の高剛性化を従来比 66% の質量低減とあわせて達成した。トランスデュー
サの軽量化、高剛性化の効果により、実装置において Z 方向動作時における負荷の低減および制御性の向上が





































 Fig. 2  デバイス特性に対する電極接合工法の住み分けにおける今後の展望 
 
 
